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汽车市场中软端子MLCC的作用

随着汽车行业向CASE（互联化、自动驾驶、共享化、电动
化）快速转型，车载电子的重要性日益提高。其中，支持
ADAS（高级驾驶辅助系统）的域控制单元（DCU）等电子控
制单元（ECU）的统合化，以及SoC高性能化急速进展。因此，
要求在有限的空间内装载更多的部品，所以需要在例如螺丝
固定点或电路板边缘附近等，机械应力较大的严苛环境中装
载MLCC的情况增加。
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这些安装条件的变化带来了新的挑战：由于基板弯曲和振动
导致的电容器机械应力裂纹风险显著上升。针对这一关键可
靠性问题，“软端子MLCC”成为备受关注的解决方案之一，
其外部电极采用导电树脂。该软端子电极层具有缓冲作用，
可灵活吸收热应力与机械应力，从而防止裂纹的产生，从根
本上提升汽车系统的安全性。



推动软端子MLCC应用的四大因素02

1)对故障安全设计的需求增加
为了在发生故障时确保系统维持安全状态，特
别是在电池线路及低电压大电流线路中，强烈
推荐采用软端子产品，以防止短路故障。

2)对基板弯曲对策的重要性提升
随着高功率需求导致电路板加厚，以及大型重型
元件的安装，制造过程及车辆运行中的振动和冲
击引起的基板弯曲应力对策变得至关重要。

4)替代钽/铝聚合物电容
为确保稳定供货并减少安装面积，使用高容值
MLCC替代传统聚合物电容的趋势日益明显。此时，
为降低大尺寸MLCC的裂纹风险并确保机械强度，
软端子电极成为优选方案。

3)小型高性能ECU带来的热应力
高密度安装不仅增加了基板的热应力，同时由
于最新液冷系统的导入，也会引起快速温度变
化（热冲击）。软端子电极可有效缓解这些热
与机械的复合应力。

汽车市场中从标准MLCC向软端子MLCC的转变，受到四个主要因素的加速推动：



技术创新：采用低银材料03
随着软端子MLCC需求快速增长，制造成本成为一大挑战。

传统软端子电极层为确保导电性，需要使用大量贵金属
“银材料”，而近年来银价上涨对成本稳定性造成影响。
对此，太阳诱电利用自主技术，成功开发出采用“低银材
料”的新型软端子MLCC。

该技术在实现高导电性的同时，也保持了树脂在吸收应力方
面所必需的柔韧性，并将银的使用量降至最低。最终，实现
了在降低材料价格波动风险的同时，提供超越传统软端子产
品性能的可持续供应体系。

条件 传统软端子类型 新型软端子类型

元件级迁移
标准结露测试
ISO 6270-2/AEC-Q102-001

元件级迁移
高严苛结露测试

温度循环
TC180,3,000循环

生产状态
尺寸代码标准：EIA-198（IEC 60384）

MP*1 0603 (1608) - 1210 (3225) MP   0402 (1005) - 1210 (3225)
UD*２ 0201 (0603)

*1大规模生产

*2开发中



应对严苛环境的高可靠性04

基板弯曲耐性
与标准MLCC约2mm的耐受能力相比，该
产品可保证达到5mm的弯曲耐受水平。
在极限测试中，即使施加10mm的弯曲应
力条件下也未出现裂纹引发的短路等严
重失效，表现出优异的耐久性。

新开发的“低银材料”软端子电极MLCC，在模拟汽车严苛环境的多项测试中表现出卓越可靠性。

热循环特性
在-40°C至+125°C的严苛温度循环测
试条件下，该产品在经历2000至3000次
循环后仍可保持稳定特性，体现出极高
的连接可靠性。

抗迁移性能
在高湿及易发生结露的环境中，该产品
对离子迁移（由金属成分移动引起的绝
缘劣化）具有优异的抑制效果，从而确
保长期使用的安全性。



车规级产品阵容与未来规划04
该 系 列 产 品 已 通 过 全 球 汽 车 制 造 商 大 众 汽 车

（Volkswagen）所制定的严格自有可靠性标准“VW 80808”
认证，证明其质量已满足全球汽车应用的要求。目前，该
产品阵容已覆盖从1005（1.0 × 0.5 mm）到3225（3.2 ×
2.5 mm）的广泛尺寸范围，

可全面满足从动力系统、安全系统到车身及信息娱乐系统等
各类汽车应用需求。未来，太阳诱电计划推进0603尺寸
（0.6 × 0.3 mm）产品的量产化，以响应进一步小型化的
市 场 需 求 ， 同 时 将 持 续 扩 大 高 电 容 产 品 的 阵 容 。

OEM认证情况：已认证项目数量

软端子类型 主机厂（OEM） 规格 已认证项目数量

新型软端子类型 Volkswagen VW80808 1169

传统软端子类型 Volkswagen VW80808 162

As of 13 Oct. 2025

温度特性
尺寸(LxW)

[mm]

厚度
(typ)
[mm]

额定电压
[Vdc]

电容

X7R
X7S
X7T

1.0x0.5 0.5 6.3 - 100.0

1.6x0.8 0.8 6.3 - 100.0

2.0x1.25 1.25 4.0 - 250.0

3.2x1.6 1.6 4.0 - 250.0

3.2x2.5
1.9 16.0 - 100.0

2.5 6.3 - 100.0

220pF - 1uF

1000pF - 2.2uF

1000pF - 22uF

1000pF - 47uF

0.022uF - 4.7uF

2.2uF - 47uF

开发中0.6x0.3

截至2025年10月13日

https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?SR2=LM%2CMP&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Seri=HRSTC&pg=1&cid=C&u=M
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?SR2=LM%2CMP&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Seri=HRSTC&pg=1&cid=C&u=M
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?SR2=LM%2CMP&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Seri=HRSTC&pg=1&cid=C&u=M
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.0394x0.0197&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.0394x0.0197&Thick_Srch_Typ_M=0.0197&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.0630x0.0315&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.0630x0.0315&Thick_Srch_Typ_M=0.0315&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.0787x0.0492&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.0787x0.0492&Thick_Srch_Typ_M=0.0492&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.1260x0.0630&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.1260x0.0630&Thick_Srch_Typ_M=0.063&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.1260x0.0984&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.1260x0.0984&Thick_Srch_Typ_M=0.0748&SR2=LM%2CMP
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/cs/specificationSearcher?cid=C&u=M&Seri=HRSTC&TCC_Srch=X7R%2FX7S%2FX7T&Size_Srch_M=0.1260x0.0984&Thick_Srch_Typ_M=0.0984&SR2=LM%2CMP


通过采用新型“低银材料”，

并结合全球领先的高可靠性（通过VW 80808认证），

太阳诱电在严苛的汽车应用环境中支持稳定运行，

同时确保元器件的可靠供应。
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